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海外子会社設立に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成２５年８月９日開催の取締役会において、新たにシンガポール及びフィリピンに子会社

を設立することを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１. 子会社設立の理由 

 当社半導体機器事業において、グローバル競争が激化する中、顧客である半導体メーカーの量産拠点

が集中する東南アジア、中国、台湾の事業上の位置付けがより重要となってきています。このグローバ

ル競争に勝ち抜くため、市場の中心で顧客のニーズを的確に掴み、顧客価値を増大するソリューション

を市場の中心から顧客に提供できる体制を構築します。具体的にはシンガポールに当社 100%出資の子会

社を設立し、当社子会社の株式会社エンプラス半導体機器の有する半導体機器事業の本社機能を移管す

ることにいたします。 

 また、今回の半導体機器事業本社のシンガポール移転に合わせ、半導体機器事業の更なる拡大を目的

とし、フィリピンにシンガポール新会社 100%出資の現地法人を設立することを決定しました。 

 

 

２. 設立する子会社（シンガポール）の概要 

  （１）商号   ：Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd. 

  （２）所在地  ：シンガポール共和国 

  （３）代表者の役職・氏名 ：社長 丸山 良次 

  （４）事業内容  ：半導体機器事業製品の製造、販売 

  （５）資本金  ：1,300 万米ドル 

  （６）設立年月  ：平成２５年９月（予定） 

  （７）出資比率  ：当社 100％ 

 

 

３. 設立する子会社（フィリピン）の概要 

（１）商号   ：Enplas Semiconductor Peripherals Philippines, Inc 

（２）所在地  ：フィリピン共和国バラバンガ州クラーク 



 

（３）代表者の役職・氏名 ：社長 丸山 良次 

（４）事業内容  ：半導体機器事業製品、サービスの販売 

（５）資本金  ：20 万米ドル 

（６）設立年月  ：平成２５年１２月（予定） 

（７）出資比率  ：Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd. 100％ 

    （平成２５年設立予定の当社 100%出資の子会社） 

 

 

４. 今後の見通し 

 当該子会社の設立に伴う当期の連結業績見通しに与える影響はございませんが、今後、重大な影響を

与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

 

                                       以 上 


